
第一图书网, tushu007.com
<<电子制造与封装>>

图书基本信息

书名：<<电子制造与封装>>

13位ISBN编号：9787121104602

10位ISBN编号：7121104601

出版时间：2010-3

出版时间：电子工业出版社

作者：杜中一 编

页数：219

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<电子制造与封装>>

前言

　　电子制造产业已经成为当今世界的先导产业，也是我国国民经济的支柱产业。
随着民用电子产品的广泛普及，电子制造已经形成了非常庞大的体系，带动和促进了材料、微电子、
先进制造、材料加工、装备等一大批基础产业。
?　　由于电子制造技术涉及材料、微电子、电子、物理、化学等专业，属于交叉学科，涉及许多全新
的领域，教材及参考书籍较少，适合高职高专的教材更少。
很多高职高专院校都在调整相应的教学内容，迫切希望能够有一本内容新颖翔实，语言通俗易懂，深
入浅出地介绍电子制造与封装技术的教材。
为此，我们编写了《电子制造与封装》一书。
?　　本书编写的主要思路是系统地介绍电子产品从硅片制造到电子产品成品的实现过程中的各种制造
技术，力求反应本领域最先进的技术。
内容包括电子制造技术概述、集成电路基础、集成电路制造技术、元器件封装工艺流程、元器件封装
形式及材料、光电器件制造与封装、太阳能光伏技术、印制电路板技术以及电子组装技术。
书中简要介绍了电子制造的基本理论基础，重点介绍了半导体制造工艺、电子封装与组装技术、光电
技术及器件的制造与封装，系统介绍了相关制造工艺、相关材料及应用等。
?
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内容概要

本书系统地介绍了电子产品的主要制造技术。
内容包括电子制造技术概述、集成电路基础、集成电路制造技术、元器件封装工艺流程、元器件封装
形式及材料、光电器件制造与封装、太阳能光伏技术、印制电路板技术以及电子组装技术。
书中简要介绍了电子制造的基本理论基础，重点介绍了半导体制造工艺、电子封装与组装技术、光电
技术及器件的制造与封装，系统介绍了相关制造工艺、相关材料及应用等。
　　本书针对高职高专的学生特点，以实用为主，够用为度为原则，系统地介绍了电子制造与封装。
本书可作为微电子、电子制造、半导体、计算机与通信、光电、电子等相关专业高职高专的教材，也
可作为相关专业学生的自学参考书籍使用。
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章节摘录

　　以上两种堆积并不是最紧密的堆积方式，原子球若要构成最紧密的堆积方式，必须与同一平面内
相邻的6个原子球相切。
如图2-19所示，如此排列的一层原子面称为密排面。
要达到最紧密堆积，相邻原子层也必须是密排面，而且原子球心必须与相邻原子层的空隙相重合。
若第三层的原子球心落在第二层的空隙上，且与第一层平行对应，便构成了如图2～20所示的六角密排
方式。
若第三层的球心落在第二层的空隙上，且该空隙也与第一层原子空隙重合，而第四层又恢复成第一层
排列，这便构成了立方密排方式。
如图2-21所示是立方密排结构单元，阴影平面对应密排面。
　　一个原子周围最近邻的原子数，称为该晶体的配位数，可用来表征原子排列的紧密程度，最紧密
的堆积称密堆积，密堆积对应最大的配位数。
不论是六角密排还是立方密排，晶体的配位数都是12，即任意一个原子球与最近邻的12个原子球相切
。
　　由碳原子形成的金刚石晶格是另一个重要的基本晶格结构。
由面心立方单元的中心到顶角引8条对角线，在其中4条的中点上各加一个原子就得到了金刚石的结构
。
这个结构的一个重要特点是：每个原子有4个最近邻的原子，它们正好在一个正四面体的顶角位置，
如图2-22所示。
除金刚石外，重要的半导体硅和锗也具有这种晶格结构。
　　以上介绍的都是同一种原子组成的元素晶体，下面介绍几种化合物晶体的结构。
　　最熟知的是岩盐Nacl结构，它像是一个简单立方晶格，但每一行上相问地排列着正的和负的离
子Na+和Cl如图2-23所示。
磁金属Li、Na、K、Rb和卤族元素F、Cl、Br、I的化合物都具有NaCl结构。
　　另一基本的化合物晶体结构是CsCl晶格，如图2-24所示，它和体心立方结构相仿，只是体心位置
为一种离子，顶角为另一种离子。
如果把整个晶格画出来，体心的位置和顶角位置实际上完全等效，各占一半，正好容纳数目相等的正
负离子。
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